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摘要 

 
台灣現在的產業環境代工生產佔了相當大的一個比例，而IC載板產業更是在全球占

有一席之地。但隨著全球化的競爭勢必要提升競爭力來跟其他國家競爭，提升競爭

力的方法有提升產品品質以及快速交貨這兩個大方向，品質方面比較仰賴技術的提

升所以從提升生產速度方面下手。在IC載板的生產流程之中鑽孔製程往往是耗費最

多時間的一項製程，一片銅箔基板可以產出約1000顆載板，每顆載板上的孔數雖然

不到100，但一片銅箔基板上卻有數萬顆鑽孔，形成一個大型的TSP問題。在此種情

況下路徑的安排將會影響到鑽孔的時間，在大量生產下更會放大路徑之間好壞的差

距，所以本研究將針對鑽孔路徑問題發展求解方法，達到對IC載板產業的貢獻。  

本研究針對IC載板擁有的多孔數特性以及陣列重複排列的特性，使用劉志宏(2009)

以及吳世雄(2010)所提出的單顆優化法、單顆順序優化法、轉彎連結優化法以及二

顆漸進優化法，改變核心演算法為變動鄰域搜尋法，與使用基因演算法以及螞蟻演

算法為核心之情況以及與案例公司案例優化值作分析比較。從研究結果可以發現，

在使用相同的優化方法下搭配變動鄰域搜尋法為核心演算法是可以得到較好的效果，

而且轉彎連結優化法搭配變動鄰域搜尋法更是能夠得到比案例公司優化值更好的解，

在求解速度上也十分優異，因此能夠改善鑽孔路徑達到提升IC載板產業競爭力。 
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